
Název ve ejné 
zakázky:  Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím 

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ 
 
 
 

Technická podmínka: Od vodn ní 

 

A) Komponenty erpacího systému a systému pro 
vým nu vzork  („load lock”) v . ventil : 
 
1. Turbomolekulární výv va s erpací rychlostí alespo  

1200 l s-1; vstupní otvor DN200CF;  výstupní otvor 
DN40ISO-KF; p íslušná ovládací jednotka; vodní 
chlazení; automatický zavzduš ovací ventil; 
ochranná sí ka do vstupního hrdla; pot ebné 
kabely. 

2. Turbomolekulární výv va s erpací rychlostí alespo  
60  l  s-1; vstupní otvor DN63CF; výstupní otvor 
DN16ISO-KF; p íslušná ovládací jednotka; 
vzduchové chlazení; automatický zavzduš ovací 
ventil; ochranná sí ka do vstupního hrdla; pot ebné 
kabely. 

3. Bezolejová p edvakuová mechanická spirálová 
výv va  s erpací rychlostí alespo  7,5 l s-1 a 
mezním tlakem menším než 10 Pa; vstupní otvor 
DN40ISO-KF; automatický izola ní ventil; 
pot ebné kabely. 

 
4. Uzavírací a zárove  škrtící deskový ventil z nerezové 

oceli pro otvor DN200CF s krokovým motorem 
(alespo  1000 pozic) vybavený 
vstupním/výstupním signálem; ovládací jednotka, 
která dokáže nejen nastavit libovolnou konstantní 
polohu ventilu, ale také automaticky regulovat 
pozici ventilu pro udržení p eddefinovaného tlaku 
v depozi ní komo e na základ  údaj  z kapacitní 

rky; pot ebné kabely. 
 
5. Elektropneumatický uzavírací (deskový) ventil 
z nerezové oceli pro otvor DN100CF ; pot ebné kabely. 
 
6. Elektropneumatický ventil z nerezové oceli pro otvor 
DN40ISO-KF; pot ebné kabely. 
7. Elektropneumatický ventil z nerezové oceli pro otvor 
DN16ISO-KF; pot ebné kabely. 
8. P t (5) kus  elektropneumatických ventil  
z nerezové oceli s otvory DN16CF; pot ebné kabely. 
9. Dva (2) kusy elektropneumatických ventil  
z nerezové oceli s otvory DN40CF; pot ebné kabely. 

 
 
 
 
1. – 3. : Technické podmínky a parametry 
požadovaných výv v zaru ují relativn  rychlé  
dosažení požadovaného mezního tlaku ve vakuové 
komo e (max. 3 hodiny) a v pomocné vakuové 
komo e (max. 15 minut) a jsou p edpokladem pro 
velmi isté, bezolejové prost edí ve vakuové komo e, 
nutné pro vysokou kvalitu vytvá ených tenkých 
vrstev. Vstupní a výstupní otvory výv v mají 
normalizované pr ry, které jsou optimální pro 
jejich erpací rychlosti. 
 
Rovn ž všechny další níže uvád né pr ry otvor  
jsou z  normalizované ady pr  vakuových 

írub, b žn  používané všemi sv tovými výrobci. 
Jediná výjimka je v položce B 9. 
 
4. : ízený velký uzavírací a škrticí deskový ventil je 
nezbytný pro požadovanou maximální stabilitu 
depozi ního plazmatu ve dvou nejpoužívan jších 
modech innosti (downstream, upstream). Jeho 
pr r  se musí shodovat se vstupním otvorem první 
turbomolekulární výv vy. 
 
5. : Uzavírací (deskový) ventil DN100CF  zajiš uje 
vkládání nosi e vzork  do vakuové komory  (a jeho 
vyjímání) a jeho pr r musí být shodný s nejv tším 
otvorem v pomocné vakuové komo e. 
 
6. – 10. : Další elektropneumatické ventily zajiš ují 
správnou innost systému pro vým nu vzork , 
zavzdušn ní komory, p ipojení vakuom , hleda e 
net sností, hmotového analyzátoru a p ípadných 
dalších p ístroj . Pr ry jejich otvor  odpovídají 

žn  užívaným vstupním otvor m uvedených 
ístroj . 

 
11. : Pomocná malá vakuová komora s lineárním 
posuvem tvo í pomocný, ale zásadn  d ležitý systém 
pro vým nu nosi e vzork , který umožní vým nu 



10. Dva (2) kusy elektropneumatický zavzduš ovacích 
ventil  z nerezové oceli s filtrem; pot ebné kabely.  
 
11. Pomocná vakuová komora („load lock”) z nerezové 

oceli s vnit ním objemem alespo  1 l pro vým nu 
nosi e vzork  o pr r alespo  7,5 cm 
s následujícími otvory: DN100CF, DN40CF (st edy 
obou t chto otvor  musí být v jedné ose) a 
DN63CF; dále pak uzavíratelná p íruba (pr r 
alespo  100 mm) umož ující bezpe né vyjmutí 
nosi e vzork .  

 
12. Lineárn  rota ní magnetický posuv (konstrukce 

UHV) pro vstupní otvor DN40CF umož ující 
lineární posuv alespo  60 cm. 

 
13. T i (3) kusy vlnovc  z nerezové oceli s otvory 

DN40ISO-KF; délka jednotlivých kus  alespo  50 
cm. 

14. Jeden (1) kus vlnovce z nerezové oceli s otvory 
DN16ISO-KF; délka vlnovce alespo  50 cm. 

 

deponovaných vzork  bez otev ení depozi ní 
vakuové komory. Zamezí se tak kontaminaci vnit ku 
komory venkovní atmosférou a následnému 
zne išt ní vytvá ených tenkovrstvých materiál  a 
krom  toho se také výrazn  zkrátí doba pot ebná na 
vložení dalšího vzorku (až 100 krát), ímž výrazn  
klesají náklady a zvyšuje se efektivita práce. Její 
objem umož uje dobrou manipulaci s nosi em 
vzork , pr ry jejích otvor   odpovídají 
pr m p ipojených prvk  (uzavírací (deskový) 
ventil DN100CF, druhá turbomolekulární výv va, 
nerezový vlnovec) 
 
12. : Magnetický posuv zajiš uje vkládání a vyjímání 
nosi e vzork  a jeho p esné umíst ní ve vakuové 
komo e, pr r otvoru je ur en p íslušným otvorem 
v pomocné vakuové komo e. 
 
13. – 14. : Ocelové vlnovce zajiš ují dokonale t sné a 
zárove  pružné spojení výv v a erpaných objem . 
jejich pr ry jsou ur eny pr ry otvor  v t chto 
objemech. 

 
 

 

B) Depozi ní vakuová komora s následujícími 
parametry: 
 
1. Válcový tvar o vnit ním pr ru 50-55 cm a výšce 
40-45 cm. 
2. Materiál z nerezové oceli. 
3. Dosažitelný tlak alespo  5x10-5 Pa. 
4. St ny i ob  dna komory chlazené vodou. 
5. Dv  (2) sady stínících plech  uvnit  komory. 
 
6. Zdvihací mechanismus horního víka (komora 
postavená na výšku) se sloupovým lineárním pohonem. 
 
7. Otvory do komory v horním víku: dva (2) otvory 
(DN150CF a DN100CF) pro naprašovací zdroje (viz 
níže) umíst né symetricky a pod úhlem 30° v i svislé 
ose komory; otvor DN16CF pro clonu stínící jeden 
z naprašovacích zdroj ; otvor DN40CF pro „bypass“ 
umož ující erpání klastrovacího zdroje.  
8. Otvory do komory v dolním víku: otvor DN250CF 
pro držák substrát ; otvor DN16CF pro clonu stínící 
vzorky p ichycené k držáku substrát ; otvor DN40CF 
pro „bypass“ umož ující erpání komory p ímo 

edvakuovou výv vou. 
9. Otvory do komory v jejím plášti: otvor DN200CF 
pro erpání, otvor DN100CF pro okno; otvor 
DN100CF pro p ipojení pomocné vakuové komory 
„load lock”; dva (2) speciální obdélníkové otvory 

 
 
 
 
1. – 5. : Základní rozm rové a další technické 
požadavky na vakuovou komoru mají zajistit 
optimální podmínky pro její využití k v decko-
výzkumné innosti v programu P4.  Požadovaný 
pr r a výška komory umožní instalaci a optimální 
rozmíst ní všech pot ebných vnit ních i vn jších 
provozních ástí a p íslušenství (držák substrát , 
plazmové zdroje, clony, pomocná vakuová komora, 
turbomolekulární výv va, vakuové m rky, 
analytické p ístroje, nerezové vlnovce, hleda )  
Materiál nerezová ocel, chlazené st ny a stínicí 
plechy p ispívají k dosažení požadovaného mezního 
tlaku a spolu s ním zajiš ují minimální zne išt ní 
vakuové komory zbytkovými plyny a tím také 
vysokou istotu, kvalitu a reprodukovatelnost 
deponovaných tenkých vrstev. 
 
6. : Zdvihací za ízení zajistí možnost manipulace s 

žkým víkem komory p i úpravách vnit ního 
uspo ádání a p i išt ní komory. 
 
7. – 10. : Definované otvory umožní napojení 
vakuové komory na uvedené provozní p íslušenství   
a dále dovolí p ipojení p ídavných analytických 

ístroj  pro výzkum depozi ního plazmatu, které 



s vnit ními rozm r 150x200 mm a t sn né pomocí 
fluorokau ukového t sn ní (drážka pro t sn ní v t le 
komory); otvor DN40CF pro ty i nezávislé vstupy 
plyn , ty i (4) otvory DN40CF a ty i (4) otvory 
DN16CF pro vakuové m rky, hleda  net sností, 
analyzátor plyn , zavzduš ovací ventil. 
10. P íruba pro otvor DN40CF se ty mi nezávislými 
vstupy plyn . 
 
11. Jedna clona stínící zdroj klastr . 
12. Jedna clona stínící substráty p ipevn né na držáku 
substrát . 
 
13. Záslepné p íruby pro všechny nepoužité otvory. 
 
14. Montovaný rám stavebnicového typu z hliníkových 
profil  s možností dalšího rozši ování vhodný pro 
uchycení vakuové komory i se zdvihacím za ízením. 
 

jsou v programu P4 Evropského centra excelence NTIS 
plánovány (nap . optická emisní spektroskopie, 
hmotnostní a energiová analýza, laserová optická 
analýza CRDS, ... ), rovn ž p ípadné p ipojení 
hleda e net sností.  
Jejich pr ry odpovídají pr m 
normalizovaných vstupních otvor  uvedených 

ipojovaných za ízení.  
Jedinou výjimkou jsou nenormalizované a 
nestandardní obdélníkové otvory 150X200 mm, které 
jsou pot ebné pro optické analýzy, kdy umož ují 
vertikální a horizontální posuvy sv telného paprsku. 
 
11. – 12. : Clony jsou nezbytné zejména pro zakrytí 
vzork  p i išt ní katod plazmových zdroj . 
 
13. : Nepoužité otvory do vakuové komory je nutno 
zaslepit pro zajišt ní její t snosti. 
 
14. Pomocný rám je pot ebný pro upevn ní a 
stabilizaci vakuové komory i se zdvihacím za ízením. 
Hliníkové profily zajistí dostate nou tuhost 
konstrukce a nezvýší výrazn  váhu celého za ízení. 

 
 
 

 

C) Napoušt ní plyn , m ení vakua a držák substrát : 
 
1. ty i (4) hmotnostní regulátory pr toku plynu (300 

sccm pro Ar a 50, 20, 10 sccm pro reaktivní plyny) 
vybavené analogovým vstupním/výstupním 
signálem; pot ebné kabely. 

2. ídicí jednotka umož ující sou asné ovládání všech 
ty  hmotnostních regulátor  pr tok  plyn ;  

jednotka musí um t nejen držet konstantní 
eddefinovaný pr tok jednotlivých plyn , ale také 

automaticky regulovat pr tok zvoleného plynu pro 
udržení p eddefinovaného tlaku v depozi ní komo e 
na základ  údaj  z kapacitní m rky; pot ebné kabely.  

 
3. Dv  (2) vakuové m rky m ící v rozsahu alespo  

(5x10-9 - 1000 mbar); vstupní otvor DN40CF; p íslušné 
ící a napájecí jednotky; analogový výstupní signál; 

pot ebné kabely. 
4. Vakuová tepelná m rka m ící v rozsahu alespo  

(5x10-4 - 1000 mbar); vstupní otvor DN16ISO-KF; 
íslušná m ící a napájecí jednotka; analogový 

výstupní signál; pot ebné kabely. 
  
5. P esná absolutní kapacitní m rka s rozsahem 10 Pa; 

vstupní otvor DN16CF; p íslušná m ící a napájecí 
jednotka; analogový výstupní signál; pot ebné kabely. 

 
 
 
 
1. – 2. : Tyto požadavky zajiš ují p ívody 
optimálního množství požadovaných  reaktivních i 
nereaktivních pracovních plyn  (podle zkušeností 
z našeho aktuálního výzkumu plazmových depozic 
tenkých vrstev) a nutnou regulaci a m ení 
pr toku každého jednotlivého plynu (nezbytné pro 
stanovení složení plazmatu).  
 
3. – 4. : Je vyžadováno standardní m ení tlaku 
zbytkové atmosféry ve vakuové komo e pomocí 
dvou širokorozsahových m rek a jedné tepelné 

rky, jejichž pr ry jsou normalizované a 
žn  užívané všemi výrobci) 

 
5. : P esná absolutní kapacitní m rka 
s normalizovaným pr rem je nezbytná pro 
absolutní m ení tlaku sm si plyn  p i depozici 
tenkých vrstev. 
 
6. – 7. : Držák substrát  s nosi em vzork  udržuje 
substráty (kovové nebo k emíkové podložky, na 
kterých vznikají tenké vrstvy) v požadované 
vzdálenosti od zdroj  plazmatu. Pro výzkum a 



 
6. Držák substrát  vhodný pro naprašování shora dolu a 
umož ující následující funkce: uchycení nosi e vzork  o 
pr ru alespo  7,5 cm; plynulá rotace nosi e vzork  (až 
do 20 otá ek min-1); oh ev vzork  (alespo  do 850 °C); 

esné a reprodukovatelné nastavení teploty vzork  (±5 
°C) za sou asného radiofrekven ního p edp tí vzork ; 
plynulé nastavení vertikální pozice nosi e vzork  
v rozmezí alespo  0-100 mm. 
7. Napájecí zdroje a ovládací jednotka pro držák 
substrát  umož ující kontrolu rotace a oh evu nosi e 
vzork . 
 
8. Jeden speciální nosi  vzork  (pr r alespo  7,5 cm) 
vhodný k uchycení 1 x k emíkového vzorku 
(5x35x0.64mm), 1 x k emíkového vzorku 
(20x20x0.64mm), 1 x kovového vzorku (20x20x1mm), 1 
x sklen ného vzorku (20x20x1mm) a minimáln  p ti (5) 

emíkových vzork  (10x10x0.64mm).   
 
9. Sk  pro elektroniku o ší ce 48.3 cm (19’’) a výšce 
alespo  177.8 cm (40 U). 
10. Sk ízení umož ující bezpe né provozování 

erpacího systému alespo  v následujících 
provozních režimech: 
 erpání depozi ní vakuové komory pomocí 

primární turbomolekulární výv vy (tato výv va 
je sou asn   p ed erpávaná p edvakuovou 
mechanickou výv vou); 

 erpání depozi ní komory pouze pomocí 
edvakuové mechanické výv vy („bypass”); 

 erpání vakuové komory „load lock” pomocí 
sekundární turbomolekulární výv vy (tato 
výv va je sou asn  p ed erpávaná p edvakuovou 
mechanickou výv vou); 

 zavzdušn ní depozi ní vakuové komory; 
 zavzdušn ní vakuové komory „load lock”. 

 

ízení procesu  vzniku nových unikátních 
nanostrukturních tenkovrstvých materiál  musí 
toto za ízení také zajistit oh ev, m ení a udržení 
konstantní teploty vzork  a možnost p ipojení 
radiofrekven ního (RF) p edp tí, p i sou asné 
rotaci vzork . Uvád né íselné parametry rotace, 
oh evu a vertikální pozice odpovídají našim 
poznatk m z  aktuálního výzkumu plazmových 
depozic tenkých vrstev.  
 
8. : Uvád né rozm rové údaje zajiš ují uchycení 
požadovaného po tu a druhu substrát , které jsou 
dle našich aktuálních poznatk  pot ebné pro r zné 
analýzy tenkých vrstev.  
 
 
9. – 10. : ízení je nezbytné pro bezpe ný provoz 
všech komponent erpacího systému v pot ebných 
pracovních režimech. Požadované rozm ry jsou 
nezbytné vzhledem k prostorovému uspo ádání 
laborato e, ve které bude sk  umíst na.  
 

 
 

D) Naprašovací zdroje a chladicí systém: 
 
1. Planární magnetron vhodný pro rozprašování 
ter ového materiálu o pr ru 5 cm; alespo  dva r zn  
silné nerovnovážné magnetické systémy; nep ímé vodní 
chlazení ter e; kompatibilita s tlakem 5x10-7 mbar; 
bezpe ná konstrukce magnetronu (tj. odizolování 
„živých“ ástí magnetronu od vn jšího prost edí); 
upev ující p íruba magnetronu DN100CF. 
 
2. Zdroj klastr  využívající magnetronové rozprašování 
ter ového materiálu (pr r ter e 5 cm) uvnit  vodou 

 
1. : Technické parametry naprašovacích zdroj  
zajiš ují vhodné podmínky pro výzkum a vývoj 
nových unikátních nanostrukturních 
tenkovrstvých materiál  v depozi ním plazmatu, 
vytvá eném elektrickými výboji v naprašovacích 
magnetronových zdrojích. 
Je definována konstrukce planárního magnetronu 
vhodného pr ru pro požadovanou velikost 
depozi ní komory a je vyžadována jeho schopnost 
práce ve dvou nevyvážených plazmových modech. 
Pr r ter ového materiálu 5 cm je optimáln  
stanoven na základ  našeho aktuálního výzkumu 
magnetronových plazmových depozic tenkých 



chlazené klastrovací komory; alespo  dva r zn  silné 
nevyvážené magnetické systémy pro magnetron; nep ímé 
vodní chlazení ter e; volitelný pr r výstupního otvoru 
(alespo  v rozsahu 2 až 4 mm); kompatibilita 
klastrovacího zdroje s oh evem na zvýšené teploty 
(alespo  150 °C); možnost efektivního erpání 
klastrovací komory (tj. možnost erpání nejenom skrz 
výstupní št rbinu, ale také pomocí „bypassu”); plynulý 
„in-situ” posuv magnetronu uvnit  klastrovací komory 
(alespo  v rozsahu 0 až 100 mm vzhledem ke krajní 
pozici magnetronu u výstupního otvoru klastrovacího 
zdroje); samostatný p ívod plynu do klastrovací komory;  
kompatibilita s tlakem 5x10-7 mbar; bezpe ná konstrukce 
magnetronu (tj. odizolování „živých“ ástí magnetronu 
od vn jšího prost edí); možnost provozovat klastrovací 
zdroj také jako klasický magnetron (tj. možnost 
provozování magnetronu bez klastrovací komory); 
upev ující p íruba klastrovacího zdroje DN150CF; 
prodlužující trubka o délce 300 mm, pr ru 150 mm,  
zakon ená otvory DN150CF. 
 
3. Vodou chlazený chladi  s uzav eným okruhem pro 
chlazení plazmových zdroj  o výkonu alespo  2 kW; 
udržování konstantní teploty vody v sekundárním okruhu 

i maximální teplot  chladící vody 25 °C; detekce a 
signalizace poruch v sekundárním okruhu (teplota, pr tok 
a tlak vody); možnost vypušt ní a následného op tovného 
napušt ní a natlakování sekundárního okruhu v p ípad  
opravy (údržby) plazmových zdroj . 
 

vrstev, tlaková kompatibilita je dána mezním 
tlakem vakuové komory. Pr r p íruby je 
stanoven vzhledem k pot ebným  rozm m 
magnetronu jako optimální z normalizované ady 
vakuových p írub. 
 
2. : Dále jsou dostate  podrobn  stanoveny 
požadované parametry druhého naprašovacího 
zdroje, tzv. klastrovacího magnetronu, který p i 
vývoji a výzkumu nových tenkovrstvých materiál  
zajiš uje vytvá ení specifické struktury 
povrchových vrstev. Podle požadavk  na tuto 
strukturu byly ur eny uvád né íselné údaje, 

etn  otvor  a délky trubky. Pr r ter ového 
materiálu 5 cm je zvolen stejný jako p edchozího 
plazmového zdroje z d vodu požadavku na 
možnost provozování magnetronu také bez 
klastrovací komory.  
 
3. : Jde o d ležitý dopl kový systém, který odvádí 
teplo vznikající p i innosti plazmových zdroj  a 
tím zajiš uje, že citlivé díly vakuové komory 
nebudou poškozovány zvýšenou teplotou. Chladicí 
výkon je ur en podle odborného odhadu výkonu 
plazmových zdroj , maximální teplota odpovídá 
nouzovému stavu chlazení.  
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